
極細線アセンブリを小さく少なく安く 
　 独自の微細加工で電子部品へケーブル直付け  
極細線アセンブリを小さく少なく安く 
　 独自の微細加工で電子部品へケーブル直付け  

共通GNDパッドへの複数段重ね半田加工による省スペース化
極小電子部品への半田直付け・モールドで部品点数削減
優れた電気特性と接着性を両立するふっ素樹脂ケーブルの提供

極小部品へ直付け
多段共通GND半田

HIFLON

eco 省スペース化による省資源

70％以上面積削減
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複雑で高精度なモールド
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微細加工応用例 Mirco-processing applications

半田部低背化

同軸仕様
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段数 モールド後高さ[mm]

ケーブル芯数
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シース端~FPC間距離[mm]

端末寸法短尺化

Smart Joint Cable ・FPCを介した多芯異サイズ接続構造
・先端部のみの交換でコストダウン可能（中継型）

中継型一体型

ケーブル仕様

PFAシース 外径Φ2.3mm

SOFシース 外径Φ2.3mm
エポキシ系

SUSリング
内径Φ4.0mm
長さ10mm

接着物 接着剤 接着強度の比較
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